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MEMORIA DESCRIPTIVA que se acompafia a la solicitud de
una PATENTE DE INVENCION por VEINTE ANOS en ESPARA, a
favor de KOPPERS COMPANY INC., Entidad norteamericana,
con domicilio en 436 Seventh Avenue, Pittsbourgh, Penn
sylvania, Estados Unidos, por "UN PROCEDIMIENTO DE FA-
BRICACION DE UNA COMPOSICION QUE PUEDE CURARSE A LA
TEMPERATURA AMBIENTE, CONVIRTIENDOSE EN UNA SUSTANCIA
INFUSIBLE E INSOLUBLE®",
Inventores: William EdwardjSt. Clair y Roy Hepwort Moul,
ambos de nacionalidad norteamericana.
Prioridad: De la solicitud norteamericana Ser. 708.L405,
708.406 y 708.407, del 13 de enero de 1958.

Este invento se refiere a composiciones que se curan
a la temperatura ambiente, farmando materias resinosas in
solubles, infusibles, de gran tenacidad, que pueden utili
zarse como adhesivos, como compuestos adecuados para recu
brimiento aislador y como resinas de encapsular, revestle
mientos de superficies, lo mismo que para vaciado en mol-
des.

Se sabe que las resinas apoxidicas, como las que se
préparan eon bisfenoles y epiclorohidrina o las que se for
man con haloepoxialcanos y resinas de fenol-ddehido, reac-
cionan a elevadastemperaturas con compuestos como las amie

nas, que contienen un Atomo de hidrdgeno reactivo, dando
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lugar a la formacidén de resinas insolubles e infusibles.
Pero sdlo los agentes de curado constituidos por poliaminas
liquidas, que se sepa, reaccionan con tales resinas epoxi-
dicas y son capaces de formar, a la temperatura ambiente,
resinas expoxidicas insolubles e infusibles. Ha sido,
pues, un descubrimiento sorprendente el de que el éter di-
glicidilico de resorcinol y las resinas alcoxiepoxidicas

de fenol-aldehido son susceptibles de formar, a la tempera-
tura ambiente, enlaces reticulares con poliaminas sdlidas,
produciendo una resina insoluble e 1nfusib1e.‘

El invento consiste, pues, en una compoaicién que
puéde curarse a la temperatura ambiente y convertirse en
una resina insoluble e infusible, que contiene éter digli-
cidilico de resorcinol ¢ una resina alcoxlepoxidica de fe-
nol-aldehido, fusible, y una poliamina sélida. Las compo—
siciones pueden contener, de preferencia, un plastifica-
dor, que da flexibilidad a 1la compoéicién curada. También
pueden hallarse presentes disolventes y.materiales de car-~
ga. _

Es también sorprendente el hecho de que las materias
resinosas resultantes poseen mayor tenacidad y dureza gque
las materias formadas de acuerdo con el procedimiento del

arte anterior, segiin el cual el curado se efectia a altas

'temperaturas. La composicién preparada con arreglo a este

invento es de mucho mayor utilidad en cuanto que la dura-
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bilidad de la mezcla en el pote (es decir, el periodo du-—
rante el cual puede emplearse o aplicarse lag mezcla des-
pués de efectuada) es mucho mds prolongada que la de las
composiciones que contienenpoliaminas liquidas en concepto
de agentes de curado.

La resina curada acusa gran adheslén, alta resisten—
cla a la traceién y a la accidén de altas temperatuas, lo
mismo que resistencia a la accidén de la humedad, de disol-
ventes y sustaencias quimicas.

Las composiciones de este invento pueden curarse en
las condiciones gmbientes y su durabilidad en el pote es
de utilidad comercial y notablemente larga. Las composi-~
ciones tienen una durabilidad en el pote que varia de como
media hora & veinticuatro horas, dependiendo la durabili-
dad de la determinada poliamina sblida que se emplea. La
dificultad que se presenta con las resinas epoxidicas del
arte anteriér estriba en que experimentan poco o ningin cu-
rado a la temperatura ambiente durante varios dias y aun
semanas, cuando se emplea una poliamina sélida.

Las composiciones de este 1n§ento son especialmente
Gtiles como adhesivos destinados a unir o cementar materia~
les, como la madera, el vidrio, los metales,‘el caucho, los
pléasticos (excepcidén hecha de aquellos polimeros que pre-
sentan superficies no polares, como el polietileno, Teflon

y Kel-F), materias textiles, como el nylén, algoddén, asbes-
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to, vidrio en fibras, raybn, productos sin 8€1cos, etec.,

y mezelas o combinaciones de las materias indicadas. Es-
tas composiéiones sirven para unir entre si, a las tempe-
raturas ambientes, tocdos los materiales que presentan su-
perficies polares, produciendo altas resistenclas adhesi-
vas y cohesivas. En reslidad, la resistencia de la unién
que proporcionan las composiciones adhesivas de este in-—
vento puede ser mayor que la resistencia del material mis-
mo que se une; cuando ls madera se une de ese modo a la
madera, al metal, vidrio o caucho y se somete a esfuerzos,
es un hecho muy rrgcuente que la madera falle de modo vir-
tualmente completo, sin que falle la composicién adhesiva,
o bien, si la madera es mis resistente que el ctro subs-
trato, por’ejemplo, cuando se emplea el caucho o una mate-
ria textil, se produce una falla de 100 % en el caucho o
materia textil o puede fallar una parte de cada substrato,
pero el adheslvo queda esencialmente sin afectar. Las
uniones de metal a metal dan medida de 1la verdadera resis—
tenclias adhesiva y cohesiva de 1a linea de unién, por cuan—
to en este tipo de unidén el adhesivo sufre en verdad rup-—
turas a consecuencia del esfuerzo a que se le somete. Asi,
pues, en todos los e jemplos subsiguientes se consignan 1la
resistencia a la traccién y al esfuerzo cortante de unio-—
nes de metal con metal, pero ha de entenderse que ello no

debe interpretarse en manera alguna como limitacién de los
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alcances del invento. Los adhesivos que se forman con las
composiciones de este invento acusan excelente resistencia
a la traccidn y al esfuerzo cortante a una temperatura ba-
ja, por ejemplo de -55° C. Poseen, ademis, una resistencia
excepcionalmente alta al ataque de la humedad, del agua sa-
lada, de disolventes, sustanclas quimicas, Alcalis, é4cidos,
y excelente resistencia al calor y a la ruptura bajo carga
eléctrica. En realided, hasta donde puede determinarse,
la nueva composicidén, una vez curada, es insoluble en to-
dos los disolventes comunes.
~ Acerca del éter diglicidilico de resorcionol trata—
ron E. Fourneau y otros autores en el J. Pharm. Chem., 18,
185-91, 1953. E1l éter diglicidiliéo de resorcinol, quimi-
camente puro, tiene las propiedades slgulentes:
Férmula estructural:
— O-g-f}’-};‘ﬁg
HEH
H /0\

--0=C—C=CHp
HH

Pérmula empirica: C12H1),0)

Peso molecular: 222,23

Aspecto fisico: Sélido blanco, que presenta cris—
tales en forma de aguja en grupos
a manera de rosetas, no pleocro-
miaticos y dotados de birrefrin-
gencla.




Punto de fusién: 49,5 a 50,5° C.

Punto de ebullicidn: 162 a 165° C., a la presién de
0,5 milimetros.

Indice de refraccidn: N%h - 1,539
Contenido de oxigeno oxirédnico: 14,4 %.
El contenido de oxigeno oxirénico se refiere al &to-
mo de oxigeno de los grupos epoxi 1,2.
El éter diglicidilico de resorcinol de calidad técni-
ca que vendemos tiene las propiedades sigulentes:
Aspecto fisico: Liquido de color pajizo, que de-
posita cristales lentamente sl

guardarse a la temperatura ambien—
te.

Peso molecular medio: 225 a 235.

Viscosidad: A la temp. de 25° C., 250 a 550
centipoises. Escala de Gardner-
Woldt, J. T.

Peso especifico: 24/4, 1,2190 a 1,2250

Indice de refraccidn: Ngu, 1,5405 a 1,5420

Punto de solidificacidén: 15° C., aproximadamente

Punto de ebullicién: 151 a 153° C., a una presidén de
0,11 a 0,12 milimetros de mercu—
rio. _ '

Punto de inflamacién: 106,6° C., ASTM D-93-52

Contenido de oxigeno oxirdnico: 12,5 a 13,5 %

Indice epoxi: equivalencia de oxigeno oxiranico por
100 g., 0,78 & 0,84.

Valor epoxidico: Expoxi x 43, 33,5 a 36

Peso de equivalente epoxi: nimero de RDGR¥ por 1 g. de
equiv. de epdxido, 120 a 130

# Eter diglicid{lico de resorcinol.

o mps
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El éter diglicidilico de resorcinol adecuado para

emplearse en la composicién puede variar en calidad entre

puro 8 impuro.

Entre las resinas de expoxialcoxi~fenol-aldehido
itiles en este invento figuran las resinas consistentes en
el producto de reaccidén de una sal de un metal alcalino con
una resina de alcohilfenol—adehido fusible, preparada me-—
diante reaccién de un alcohilfenol con una proporcidén de
0,5 a 0,8 mol de un aldehido, con un haloepoxialcanb, v
resinas de clorofenol—aldehido fusibles que se han hecho
reaccionar con un haloepoxialcano. Entre otras resinas
pueden citarse las que se preparan haclendo reaccionar re-
sinas de fenol—-aldehido no sustitufdas, eterificadas con
un haloepoxialcano. Las resinas abarcan ademis las resi-
nas de epoxialcoxi~fenol-—aldehido preparadas con resinas
fusibles de fenol-aldehido orto—~ o para-sustituidas, que
contienen mayores cantidades de aldehido por mol de fenol.

Las resinas de epoxialcoxi~fenol~aldehido pueden re-

presentarse por medio de la siguiente férmula:
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en la cual R y R" corresponden a sustituyentes iguales o
diferentes, siendo cada uno de ellos un sustituyente esco—
gidovde entre el grupo que abarca hidrégeno, los radicales
alocohilo, alecohileno, arile, aralconhilo, alcarilo, ciclo-
alcohilo y furilo; X y Y representan sustituyentes escogi-
dos de entre el grupo que abarca hidrégeno, eloro, y los
radlcales alcohilo e hidroxilo; R!' representa un sustitu-
yente escogido de entre el grupo que abarca hidrégeno, clo-
ro, y los radicales alcohilo, arilo, aralcohilo y alcari-
19; m corresponde a un entero que tiene uﬁ valor de 3, por
1o menos; Z representa un sustituyente que consiste en hi-
drégeno o grupos epoxialcohilo que contienen no mds de 10
dtomos de carbono, siendo uno, por lo menos, de los susti-
tuyentes Z de la cadena polimérica, un grupo epoxialcohilo;
derivéndose las unidades mqnoméricas de dicho polimero, de
un aldehido y de un fenol que guardan una relacidén molar
de 0,3 a como 3 moles de aldehido por mol de fenol; con la
salvedad de que cuando la relacién molar entre el aldehido
y el fenol excede de como 0,8, el fenol debe ser un fenol
orto-sustituido o para-sustituido, a fin de poder obtener
una resina de fenol—agldehido fusible. EI1 polimero tiene
una relecidén de 1, a lo mis, entre el grupo epoxi y el
grupo fenol. ' »

Estas resinas de epoxialcoxifenol-aldehido del pre-

sente invento, les 1lamadas resinas pollepoxidicas, se dis-
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tinguen de las diepoxidicas en que la funcionalidad o equi-
valencia epoxidica depende del nimero de grupos hidroxilo
fendélico de que se dispone para la eterificacidén y, por
congsiguiente, del peso molecular de la resina de fenol—gl-
dehido. La resina de feno}-aldehido debe contener por lo
menos 3 ¥, preferiblemente, 5 grupos fepélicos, por 1o me-—
nos, por molécula. Como se comprenderd, la funcionalidad
media es considerablemente méé alta que la difuncionalidad

de los diepbxidos.

Tanto las resinas de poliepoxialcoxifenol-aldehido .
del presente invento como las resinas diepoxidicas del ar—
te anterior reaccionan.cqn compuestos que contienen dtomos
de hidfégeno reactivos, que se condensan con los grupos de
oxigéno oxirdnico que se describen agul como agentes de
curado, formando composiciones de peso molecular més alto.

Con los agentes de curado que contienen dos centros reacti-

‘vos, las resinas del arte anterior tienden a formar conden-

sados de cadenas lineales largas. Por otra parte, las re-
sinas del presente invento, a causa de la pluralidad de
grupos epoxi contenidos en la molécula corriente reacciénan
fdcilmente como agentes de curado difuncicnales, formando
estructuras muy compactas de tres dimensiones.

Entre los fenoles sustituidog con hidrocarburos que

tienen dos posiciones disponibles -~ orto o para -~ por gru—

po hidroxilo fendlico, capaces de producir resinas fusibles
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adecuadas para la preparaclién de las resinas epoxialcoxi-
arilicas figuran el o-cresol y p-cresol, o-etilfenal y
p—etilfenol, o-tsopropilfenoly'p-isopropilfenol, o=-tercia—
rio~butilfenocl y p—-terclario-butilfenol, o-secundario-bu—
tilfenol y p-secundario-butilfenol, o—amilfenol ¥ p~anmilfe~
nol, o—~octilfenol y p—octilfenol, o-nonilfenol y p-nonilfe-
nol, etc., el 2,5~xilenol, 3,4-xilenol, 2,5-dietilfenol,
3,4-d1etilfenol, 2,5-diisopropilfenol, l-metilresorcinol,
h-etilresorcinol, Y-isopropilresorcinol, hfterciario-butil—
resorcinol, etc., el o-bencilfenilfenol y p-bencilfenilfe—
nol, o-fenetilfenodl y p-fenetilfencl, o-fenilfenol y p-fe-
nilfenol, o-tolilfenol y p-tolilfenol, o-xililfenol y p—xi-
lilfenol, o-~ciclohexilfenol y p-ciclohexilfenol, o-ciclo—
pentilfenocl y p-ciclopentilfenol, ect., L4-~fenetilresorci-
nol, 4=-tolilresorcinol y L-ciclohexilresorcinol.

Entre los diversos fenoles cloro-sustituildos que
pueden emplearse en la preparacidén de resinas de fenolal-
dshido adecuadas para la prgparacién de 1a§ resinas epoxi-
alcoxiariliicas figuran el o-clorofenol y p-clorofenol,
2,5=diclorofenol, 2,3—diclorofenol; 3,4-diclorofenocl,
2-cloro-3-metilfenol, 2-cloro-5-metilfenol, 3-cloro—2-me—
tilfenol, 5~cloro-2-metilfenocl, 3-cloro-lf-metilfenol,
h-cloro~3-metilfenol, L~cloro~3~-etilfenol, J-cloro-3-iso—
propilfenol, 3-cloro-i-fenilfenol, 3-cloro-l—clorofenil-
fenol, 3,5-dicloro-i-metilfenol, 3,5—d1q16ro—5—metilfenol,
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3,5-d1cloro-2-mstilreno}, 2,3—dicloro-5-;§t11fenol, 2,5~

dicloro-3-metilfenocl, 3-cloro~i,5-dimetilfenol, L~-cloro-
3,4—dimetilfencl, 2-cloro-3,5~dimetilfenol, S-cloro-2, 3~

dimetilfenol, S-cloro-3,4~dimetilfenocl, 2,3,5-triclorofe-

nol, 3,4,5-triclorofenol, h-clororesorcinol, 4,5-dicloro~
resorcinol, L-cloro-S-metilresorcinol y S—cloro~i-metile
resorcinol.

Entre los fenoles tipicos que tienen més de dos po-
siciones, orto y para, por grupo hidroxilo fenélico y que
pueden aprovecharse, por lo tento, para la condensacién y
que, mediante condensacién regulada pueden utilizarse tam-
bién en la obtencidén de resinas fusibles adecuadas para l1lg
preparacidn del las resinas poliepoxialcoxiarilicas que
resultan a su vez apropiadas pera utilizarse en el presen-
te invento pueden cirtarse: el fenol, m-cresol, 3,5-xile-
nol, m—etilfenol y m—isopropilfenol, m,m'=dietilfencl y
m,m'-diisopropilfencl, los m-butilfencles, m—amilfenoles,
m-octilfenocles, m-nonilfenoles, el resorcinol, S-metilre
sorcinol, S-etilresorcinol, etec.

Como agentes de condensacién puede emplearse cual-

quler compuesto que contenga un grupo carbonllo que sge con~—

dense con el determlnado fenol que se utiliza, inclusive
el formaldehido, acetaldehido, proplonaldehido, butiral-
dehido, heptaldehlido, clclohexanona, metilciclohexanona,

ciclopentanona, benzaldehido, y benzaldehido nuclear sus-—
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tituido con slcochilo, tal como el aldehido télulco, etec.,
naftaldehido, furfuraldehido, glioxal, acroleina, etc., o
compuestos capaces de engendrar aldehidos, como el para-
formaldehido, la hexametilenotetraming, etc. También se
pueden emplear los aldehidos o las cetonas en forma de una
solucidn como, por ejemplo, la formalina, que se obtiens en
el comercio.

Si bien los éterea glicidilicos, como los derivados
de la epiclorohidrina, son espccialmente utiles para llevar
este invento a la préctica, también son adecuadas las resi-
nas epoxialcoxiarilicas que contienen grupos epoxialcoxi de
mayor nimero de &dtomos de carbono. Estas se preparan em—
pleando, en vez de la epiclorohidrina, los cloruros o bro-
muros representativos correspondientes de epoxialcanos,
tales como el l-cloro-2,3-epoxibutano, 1-cloro-3,4-epoxi-
butano, 2-¢10ro—3,y—9§oxibutano, l-cloro-2-metil-2, 3~epoxi—
propano, l-bromo-e,3-epo;ipentano, 2—c1qrometil—1,2—epox1—
butano, l—bromo—u—etil-z,B—onxipentano, h=-cloro—2-metil~
2, 3-epoxipentano, l=-cloro-2,3~epoxioctano, l-cloro-—2-metil-
2,3~epoxioctano, & l-cloro-2, 3-epoxidecano.

El nimero de grupos glicidilo u otros grupos epoxi-
alcohilo que debe agregarse depende de las propiedades que
se desean obtener en el.producto final. Se obtienen & me-~
nudo propiedades adecuadas cuando se efectiia mucho menos

de una sustitucién completa de grupos hidroxilo con grupos

o
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epoxialcoxi. Tratdndose de resinas de fenol-ﬁldehido de
peso molecular mis alto, resulta a menudo conveniente re-
emplazar sélo una parte de los grupos hidroxilo con cadenas
alcohilicas que contienen grupos epoxi y mantener libres
algunos grupos hidroxilo para que puedan seguir reacclonan-
do. 81 se desea, la conversién de los grupos hidroxilo
restantes puede efectuarse, mediante reacciones obvias, ya
sea antes de la eterficacién con grupos epoxialcoxi, o dea-
puds del paso de eterificacién. La cuantia en que se reem—
plazan los grupos hidroxilo con grupos gpoxialcoxi estéi re—
gulada por la cantidad del dlcall que se afiade a la resina
fenol-aldehido previamente formada, en un exceso de halo-
epoxialcano. 7

Los agentes de curado que son Gtiles en las composi-
ciones del presente invento, abarcan compuestos polifuncio-
nales que contienen grupos capaces de reaccionar con grupos
epoxi, como las aminas y las amidas. Evldentemente la
eleccidn especifica de agentes de curado gue contienen hi-
drégeno activo depende de la durabilidad en el pote que se
desea (el periodo de durabilidad (itil de los componentes
mezclados durante el cual pueden emplearse o aplicarse des-—
puds de mezclados) y de las propiedades finales que quieren
darse a la-sustancia curada. Los compuestos representati-
vos que pueden emplearse, ya sean solos o en mezclas de los

mismos son la N-aminopropilmorfolina, 2,2-aminocetilamino-
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etenol, poliglicolamina, trietilenotetramina, toluenodia-—
mina, dietilenotriamina, toluenodiamina en anilina,
"Versamid" (4cidos grasos dimerizados y trimerizados, que
se han hecho reaccionar con poliaminas), como, por ejemplo,
la etilenodiamina, tetraetilenopentamina, pentaetilenb-
hexamina, metilaminopropilemina e isopropileminopropilami-

na.

Son agentes de curado fitiles en las composiciones del

presente invento las pollaminas sélidas de la clase de

compuestos alifdticos, aromidticos mononucleares, aromiticos
polinucleares, arométicos polinucleares condensados y com—
puestos heterociclicos (siendo las poliaminas los compues-
tos de tales clases que contienen dos o wmis dtomos de ni-
trégeno que llevan unidos uno o méds atomos de hidrdégeno,
denominado "hidrdégeno aminico", aprovechables para la reac-
cién con el oxigeno oxiranico de la resina de epoxialcoxi-
fenol—-aldehido). La concentracién de la poliamina conteni-
da.en la composicidén esté convenientemente comprendida den—
tro de los limites de 0,8 a 1,4 equivalentes de hidrdégeno
aminico de la resina de epoxialcoxifenol-aldehido. Son po-
liaminas alifdticas sélidas representativas: la 1,6-hexano-
diamina; 1,10-decanodiamina; y 1,18-octadecanodiamina; son
poliaminas mononucleares representativas: la orto—, meta-

o para—-fenilenodiamina; N,N!'-di-2-naftil-p—fenilenodiamina;

diaﬁinofenol; clorhidrato de diaminofenol; 2,4—diaminoani-
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sol y L-metoxi—6-metil-m-fenilenodiamina; son poliaminas
aromaticas polinucleares representativas: el bencideno;
2,4~d1aminoazobenceno; N,N'~difeniletilenodiamina; 4,4'~
diaminodifenilsulfona; 2,2'-diamino-l,l}'—dinitrodifenil-
metano; p,p'-metilenodiamilina; y L,4',4' '~trifenilmetanc;
son aminas arométicas polinucleares condensadas represen-
tativas: el 2,3-diaminonaftaleno; 1,8-diaminonaftaleno,
1,5-diaminonaftalenc, 1,4-diaminocantraquinona y 1,3-diami-
no-dihidroxiantraquinona; y son poliaminas heterociclicas
representativas: 2,6~diaminopiridina, 2,h-d1am1no—6—h1-
droxipiridina, y el 3,6~diamino-9-metilcarbazol.

Resulta ventes joso agregar un plastificador cuando se
desea que la nueva composicién tenga flexibilidad y la
unién va a someterse a la accidén de bajas temperaturas.

El plastificador ayuda también a dispersar la poliamina
sdlida en el éter diglicid{lico de resorcinol o en la re-
sina de exﬁoxialcoxifenol-aldehido. Ademés cuando la po-
liamida se halla en forma de poliamina sélida finamente
dividida, ésta puede mezclarse directamente con el éter
diglicidilico de resorcicnocl o con la resina de expoxial-—
coxifenol-aldehido; pero como las poliaminas sbélidas no
siempre pueden obtenerse en el comercio en forma de séli-
dos finamente divididos, sino que suelen ser de naturale-
za cristalina, con cristales gruesos, es conveniente en

tales casos triturar o moler la poliamina-con el plastifi-

- 15 -
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cador y'ﬁgregar esta mezcla en forma de pasta al éter di-
glicidiiico de resorcinol liquido o & la resina de epoxi-
alcoxifenol—-aldehido. Ademés, las pastas que se forman
mez¢lando de antemano la amina sélida con un plastificador
pueden emplearse con el éter diglicidilico de resorcinol:
sélido o con la resina de epoxialcoxifenol-aldehido, asi
como con el éter diglicidilico crudo liquido o con la re-
sina de fenol-aldehido crudas ligquida. '
Entre los plastificadores y modificadores que resul-
tan Gtiles en las composiciones de este invento figuran
los ésteres orgénicos comunes inertes (que se emplean ven-—
tajosamente en la proporcion de no més de como 10 partes

por 100 partes, a base del peso del éter diglicidilico de

resorcinol o de la resina expoxialcoxifenol-aldehido), ta—:

les como el ftalato de dioctilo, maleato de dibutilo, es-
tearato de butilo, acrilato de octilo, ricinoleato de me-
tilo, ricinoleato de acetilo, y fosfato de tricresilo.
También se emplean convenientemente en una proporcidn de
como 2G partes por 100 partes de éter diglicidilico de re-
sorcinol o de resina de epoxialcoxifenol-aldehido, amidas
tales como la dliciandiamida, ortho-toluenosulfonamidas ¥y
para—-tolusnosulfonamidas, n-ciclohexil-p—-toluenosulfonami-
da y acrilamida. Son Gtiles también en la proporcidén de
como 4O por 100 partes por peso del éter diglicidilico de

resorcinol o de le reslna epoxialcoxifenol-aldehido, los

- 16 -
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compuestos epoxidicos monofuncionales, como el epoxiestea~
rato de butilo, hidroxiacetoxiestearato de butilo, epoxi-
acetoxiestearina (triglicérido), epoxiacetoxiestearato de
isobutilo, y poliacetoxiestearato de butilo. Pero estos
compuestos, siendo monofuncionales, actian en calidad de
detencdores de la cadena y reducen el peso molecular de la

resina curada. Si se desea, pueden hacerse reaccionar de

~ antemano estos compuestos epoxidicos monofunclonales con

- suficiente cantidad de aminas monofuncionales o polifun-

cionales, liquidas o sélidas, a fin de former un producto
aminico, y emplearse este producto como plastificador o d4i-
solvente inerte. Con este plastificador gue constituye
en si{ un producto es Gtil mezclar une cantidad suficiente
de un agente constituido por una poliamina sdlida con el

compuesto epoxidico monofuncional, a fin de hacer reaccio-

nar todo el oxigeno oxirénico contenido en el compuesto, y

de jar con todo una cantidad suficliente de hidrégeno amini-
co adicional para que reaccione con el oxigeno oxirénico
contenido en la composicidén diglicidilica de resorcinol o
en la composicién de resina de epoxialcoxifenol-aldehido
con la que se va a emplear en calidad de plastificador.
Las composicicnes de este invento pueden modificarse
también mediante la adicién de resinas fendlicas. La re-—
sina fendlica liquida permite el empleo de una resina de

epoxialcoxifenol-aldehido liquida, y las resinas fendlicas

-17 -
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sélidas ayudan a disminuir la viscosidad y a prologar la
durabilidad en el pote de la composicién, sin disminucién,
y a veces con aumento, de la resistencia final, especial-
mente por lo que respecta a la resistencia al calor.

Pueden agregarse disolventes inertes en peguefias can—
tidades, segin se desee, para regular la viscosidad, espe—
clalmente cuando la composicidén se va a aplicar en forma
de revestimiento. Entre los disolventes referidos figuran
compuestos aromidticos, ésteres, alcoholes, cetonas y mez—
clas de estos compuestos. Son disolventes inertes tipicos,
que pueden agregarse ventajosamente en la proporcidén de co-
mo 20 partes por 100 partes, a base del peso, del éter di-
glicidilico de resorcinol o de la resina de epoxialcoxi-
fenol—-aldehido, cuando la composicidén va a utilizarse como
adhesivo, el tolueno, xileno, acetato de n-butilo, aceta-
to de celosolvo (éter monoetilico del etilenoglicol), éter-
et{lico, alcohol n-butflico, acetona y metiletilcetona.

Sin embargo, cuando la composicidén se va a emplear como
disolvente de revestimientos, pueden utilizarse hasta 50 %
del peso total de los sélidos. BSon fitiles también los di-
solventes monoepoxidicos activos, como el éxido de estire-
no, el 6xido de henciletileno, el 6xido de butileno, el
6x1do de diisobutileno, el éter fenilglicidilico y el éter
alconilglicidi{lico, £i bilen estos disolventes epoxidicos
actlan tambiédn como detenedores de la cadena, segin se ex-

plicé antes.
- 18 -
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Puede ser conveniente a veces modificar més las nue-
vas composiciones de este invento mediante la adicidn de
resinas fenbélicas. Por e jemplo, pueden emplearse resines
fenélicas liquidas con una resina de epoxialcoxifencl-al-
dehido; y las resinas fendlicas sdélidas ayudan a regular
la viscosidad y a'prolongar la durabilidad en el pote, sin

disminucién, y a menudo con aumento, de la resistencia,

especialmente por lo que respecta a la resistencia al ca-

‘lor.

También pueden agregarse hasta el limite que permite
la capacidad de esparcimiento del adhesivo, materias de
carga inertes, como la mica, el aluminio, asbesto, asbes-
tina, vidrio molido, pulverizado o en escamas, polvo de
metal, celita.y arcillas. Tratidndose de adhesivos, pueden
emplearse ventajosamente hasta 100 partes de materiales de
carga inertes, a base del peso de la resina de epoxialcoxi-—
fenol-aldehido. En el caso de mezclas que contienen discl-
ventes liquidos que ayudan a reducir la viscosidad, pueden
emplearse centidades mayores, en proporciones de hasta
200 a 300 partes de material de carga por 100 partes de
resina; el limite depende en gran parte, desde luego, de
la finura y de las propiedades de gbsorcién del material
de carga.

La concentracidén de 1la poliamina varia entre los 1li-

mites de 0,8 a 1,4 por equivalente del oxigenc oxirédnico

-19 -
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contenido en el éter diglicidilico de resorcinol o ds la
resina de epoxialcoxifenol-aldehido.

Los siguientes Ejemplos 1lustran los adhesivos gque
se preparan de acuerdo con el presente invento, expresan—
dose las partes por peso:

Ejemplo 1

A 100 gramos de éter diglicidilico de resorcinol se
agregan 20 gramos de Versamid 115 (poliamida derivada de
etilenodiamina y écido diiinoleico), para formar un compo-—
nente de la composicién. A 23,5 partes de toluenodiamina,
finamente dividida, se agregan 23,5 partes de Thiokol LP-8
(un polisulfuro de polietileno), para formar otro componen-
te de la composicién. Estas dos mezclas componentes se
mezclan luego entre si, para proporcionar un adhesivo que
tiene una durabilidad en el pote de como 15 horas a la
temperatura ambiente. El adhesivo se aplica en forma de
revestimiento a tiras de chapa de aluminio que se han lim-
piado previamente y las dos tiras revestidas con adhesivo
se traslapan en una distancia predeterminada, de 12,7 mm,
Las junturas traslapadas se prensan, a la temperatura am-—
biente, durante 168 horas. Las Junturas se ensayaron a
fin de determinar le resistencia a la traccidn y al esfuer-
zo cortante, halléndpée que su resistencia al esfuerzo
cortante dera de 129,35 kilogramos por centimetro cuadra-

do. Se ensayé una segunda Juntura de manera seme jantes, a

- 20 -
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la temperatura de 82° C., y se halld que su resistencia al

esfuerzo cortante era de 111,42 kilogramos por centimetro

cuadrado.

En los e jemplos que siguen, se mezcld la pollamina

con una cantidad jgual de plastificador liquido y esta

pasta se agregd al éter diglicid{lico de resorcinol en la

proporeidén indicada, para formar la composicidn.

Ejemplo 2
Componentes

"Eter diglicidilico de resorcinol
Resina de fenol-formaldehido liquido

(Varcum 8121)
Thiockol LF-8
2,4=toluenodiamina
Propiedades
Durabilidad en el pote, horas
Resistencia, a la temperatura ambiente

Resistencia & 82° ¢.

Ejemplo 3

Componentes
Eter diglicidilico de regorcinol

Diciandiamida
Thiokol Lp-8

2,li~toluenodiamina

Partes

100
5

23,5
23,5

7
135,32 kg/em2
112,12 kg/cm2

Partes

100

23,5
23,5
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Propiedades
Durabllidad en el pote, horas

Resistencia, a la temperatura amblente

Resistencia a B82° C.

Ejemplo k

Componentes

Eter diglicidilico de resorcinol

Resina de fenol-formaldehido
(Bakelita BR-23Y4)

Thiokol LP~8
2,4-toluenodiamina

Propiedades

Durabilidad en el pote, horas
Resistencia, a la temperatura ambiente

Resistencia a 82° C.

Ejemglo §

Componentes
Eter diglicidilico de resorcinol

Poliecrilemida

‘Thiokol LP=-8

2,h=toluenodiamina

Propiedades

Durabilidad en el pote, horas
Resistencia a la temperatura ambiente

Resistencia a la temperatura de 82° C.

-22 -

9,3
lhl»65 kg/cm2
99,68 kg/cm2

Partes
100

5

23,5
23,5

8
199,3 kg/em2
136, 38 xg/cm2

100
lO»
23,5
23,5

8,0

119,0 kg/cm2
41,2 kg/em2
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Componentes

Bter diglicidilico de resorcinol

Resina de cresol (IC/2,0 F catalizada

econ una base)
Thiokol LP~8

2,4~toluenocdiamina

Propledadses

Durebilidad en el pote, horas

Resistencia a la temperatura ambiente

Resistencia a la temperatura de 82° C. -

Componentes

BEter diglicidilico de resorcinol

Ejemplo 7

Resina de rescrcinol-=formaldehido

{(Penceoclite B-l6)
Thiokol LP-8

2,4=toluenodiamina

Propiedades

Durabilidad en el pote, horas

Resistencia, a la temperatura ambiente

Resistencia a la temperatura de 82° C.

23,5
23,5

9,5
11k,94 kg/em2
108,26 kg/em2

Partes
100
5

23,5
23,5

5,3
123,93 kg/cm2
181,0 kg/cm2

Se repitieron los Ejemplos 1 a 7, pero sin los modificedo-

res.

-23 -
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Le durabilidad en el pote fué de 0,2 a 18 horas, va-
riando la resistencia a la temperatura ambiente desde una
resistencia baja, de 63,27 kg/cm2, hasta 210,9 kg/cm2, y
e 1la temperatura de 82° C., de 28,12 kg/em2 & 140,6 kg/cm2,

La resistencia a la tracclén de los Ejemplos 1 a 7,
se determindé después de 168 horas de curado a la tempera-—
tura ambiente. El1 adhesivo se aplica en forma de reves—
timientos sobre tiras de chapa de aluminio {(que se han
limpiado previamente) y las dos tiras revestidaes de adhe—~
slvo se traslapan en una distancia predeterminade (12,7
mn.). Las junturas traslapadas se prensaron a la tempera-
tura ambilente durante 168 horas y se ensayaron para deter~

minar la resistencia a la traceidn y al esfuerzo cortante.

-2y -
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La durabilidad en el pote fué de 0,2 a 18 horas, va-—
riando la resistencia a la temperatura ambiente desde una
resistencia baja, de 63,27 kg/om2, hasta 210,9 kg/em2, y
a la temperatura de 82° C., de 28,12 kg/cm2 a 140,6 kg/em2.

La resistencia a la traccidén de los Ejemplos 1 a 7,
ge determindé después de 168 horas de curado a la tempera-
tura ambiente. El adhesivo se aplica en forma de reves-
timientos sobre tiras de chapa de aluminio (que se han
limpiado previamente) y las dos tiras revestidas de adhe-
sivo se traslapan en una distancia predeterminada (12,7
mm.}. Las junturas traslapadas se prensaron a la tempera-
tura ambiente durante 168 horas y se ensayaron para deter-

minar la resistencia a la traccién y al esfuerzo cortante.

-2 -
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Partes knsayo Ensayo
Ej. de a temp. a
No. Agente de curado EDGR# __ Horas %mbiente 82°C.
esistencla de

1,6=hexanodiamina
1,l10-decanodiamina
1,18=0ctadecanodiamina
m=fenilenodiamina
3,4=toluenodiamina
2,4=d1aminofenol
2,4-diamincazobencenc
4,ht~diaminodifenilsulfona
h,h',h"—triaminotrifenilmetano
a,j—diaminonaftaleno
1,5-diaminoantraquinona
1,4~dieminodihidroantraquinons
2,6~diaminopiridina
2,4~d1amino—6~hidroxipirimidina

3,6-diamino—9-metilcarbazol

23,0
34,2

71,13
21,46
24,25
2k, 6l
b2,13
49,49
48,23
31,76
47,29
53,64
21,64
25,00
45,31

0,2
o,k
0,6
7,5
5,5
6,4
8,5

11,5
2,5
7,6
6,5
7,8
8,6
6,8
s,8

# EDGR = Eter diglicidilico de resorcinol.
La viscosidad de las composiciones arriba indicadas puede dismi-
nuirse mediante el empleo de disolventes y plastificadores ade—~
cuados, tales como los enumerados arriba y aplicarse las compo-
siciones en forma de pelicula a superficies polares, proporcio-
nando revestimientos protectores para las mismas o bien emplear-
Las composiclones pueden vaciar—
se en moldes aproplados, donde ser curan y forman piezas moldea-

se como resinas de encapsular.

das .

- 25 -

las junturas cu-
radas 168 hrs.

a temp

100,73
87,52

ambilen—

69,80
82,25
67,48
79,43
90, 33
85,06
76,27
99,82
57,29
86,46
115,29
114,09
81,05
74,86
76,97
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Ejemplo 23

A 10 partes de una resina de poxialcoxifenol-al—
dehido, gue tiene un contenido de oxigeno oxirdnieo de
7,7 %# y un punto de suavizacidén de como 65° C. correspon~
diente a la resina madre de o-cresol, se agregd una parte
de Thiokol LP-8 (un polisulfuro de polietileno) en calidad
de plastificador, y 1,39 partes de 1,6~hexanodiamina, en
forma finamente dividida. A las dos tiras de chapa de
aluminio, previamente limpiadas, se les aplicd un revesti-
miento de la composicién adhesiva resultante y se traslapa-
ron las dos hojas en una distancie predeterminada, de 12,7
m. La juntura traslapada se prensé a la temperaturs am—
biente durante 168 horas, luego se ensayd para determinar
la resistencia a la traccién y al esfuerzo cortante a la
temperatura ambiente y se halld que tenia una resistencia
al ésfuerzo cortante de 46,7L4 kg/cm2. Una segunda juntura,
efectuada de modo seme jante, se curd durante siete dias a
la temperatura ambiente y la composicién formdé en las tres
tiras metdlicas un adhesivo duro, tenaz, infusible e inso-
lubre.

En cada uno de los Ejemplos tabulados siguientes se
mezclaron 10 partes de la resina de epoxialcoxifenol—al—
dehido, del tipo indicado en este Ejemplo, y una parte de
Thiokol LP-8, como plastificador, con diversas poliaminas,

en calidad de agentes de cura.

- 26 -
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Clase de aminas empleadas en la preparacién del adhesive

Componentes de ia formula del adhesivo

"Resigtencia media

Férmula (gramos) a la traccidn a
, ; - ooz la temp. ambiente
Amina empleada | Partes de amina {(kg.cm2)

Ej. 24 Toluenodiamina 1,49 50,61

Ej. 25 | Metafenileno 1,49 47,10

Ej. 26 Tetramida— 1,48 50,96
trifenoimetano

Ej. 27 | Diaminoccarbazol- 1,31 52,72
3,6-diamina

Ej. 28 Metilcarbinol 64,67

Ej. 29 Digminonaftaleno 2,85 70,30

Se empled la resina epoxi{dica No. 475-112 (7,7 % de oxigeno
oxirénico; punto de suavizacién de como }45° C. correspon-
diente a la resina madre de o~cresol.

El cuadro preinserto ilustra el empleo de diversas

aminas con el mismo tipo de resina.

El cuadro que se inserta a continuacién contiene

férmulas en que se emplea la misma resina, pero diversos

disolventes, materiales de carga, poliaminas y plastifi-

cadores.

- 27 -
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El cuadro siguiente ilustra férmulas en que se uti-
lizan resinas derivadas de diferentes resinas principales
del tipo Novolak, perc con el mismo material de carga,

plastificador y poliamina.
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El cuadro preinserto ilustra diversas composiciones
que pueden utilizarse como adhesivos. Cuando la sustancia
va a emplearse como revestimiento puede diluirse con di-
solventes adecuados, como los enumerados en el cuadro, en
proporcién de hasta como 50 % del peso total de los séli-
dos y pintarse con ella de manera aproplada, por ejemplo,
con una brocha, la superficie que se desea proteger. La
pelicula resultante se cura formando una materia resinossa
tenaz, infuisble e insoluble, dotada de excelentcs prople-
dades de edherencia y de resistencia eléctrica.

Los e jemplos sigulentes presentan composiciones que
contienen dibéxido de butadieno, junto con la resina de
epoxialcoxifenol aldehido fusible y poliamina sblida.

Ejemplo 42

Se prepard una pasta de resorcinol epoxidado, 100
partes de resina de resorcinol-formaldehido y 50 partes de
dibéxido de butadienc. Se efectud una segunda mezcla de
140 partes de Versamid 115 (poliamida derivada de etileno—
diemina y dcido dilinoleico), 16,7 partes de Thiokol LP-8
{polisulfuro de polietileno), 16,7 partes de 2,4j-tolueno—-
dlamina. Estas dos pastes se mezclan para produclr un com-
puesto adhesivo que tiene una durasbilidad en el pote de
1 1/2 horas. Se aplica el adhesivo en forma de revesti--
miento a planchas de chapa de aluminio (previamente lim~

pladas) y las dos tiras revestidas de adhesivo se trasla-

- 31 -
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pan en una distancia predeterminada, de 12,7 mm. Las jun-
turas traslapadas se de jan en reposo & la temperatura am—
bienté durante 1460 horas y se ensayan, a fin de determinar
la resistencia al esfuerzo cortante. Se vid que la juntu—
ra tenia una resistencia, a la temperatura ambiente, de
25,30 kilogramoa por centimetro cuadrado y cuando se calen—
té a una temperatura de 37,7° C., la resistencia fué de
199,65 kilogramos por centimetro cuadrado.

Se prepard la resina del Ljemplo [j2, condensando un
exceso de epiclorohidrina con una mezcla de 50-50 molar de
resorcinol y de resina de resorcinol-formaldehido (1 mol
de resorcinol por 0,6 mol do formaldehido}, a la tempera—
tura de S0 a 100° C., con adicidén lenta de una solucién
alcohdlica de sosa cédustica, segin se describe sn la soli-
citud de patente estadounidense de St. Clair, No. 546.256,
presentada €l 10 de noviembre de 1955, El1 contenido de

oxigeno oxirédnico es de 8,8 %.

Ejemplo 43

Portes
Resina del Ejemplo L2 100
Didéxido de butadieno 30
Versamid 115 140
Thiokol LP--8 1,1
2,h~toluenodiamina 1,1
0xido de butadleno 10
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Propledades

Durabilidad en el pote, horas
Resistencia, temp. amblente, kg/cm2
Resistencia & 82° C., kg/cm2
Resistencia a 19,4° C.

Resictencia de la unidn, fuerza total

Ejemplo Ll

Resina del Ejemplo L2
Didéxido de butadieno
Versamid 115

Thiokol PL-8

2,4~toluenodiamina

Propiedadss

Durabilidad en el pote, horas

Resistencia, temp, ambiente, kg/ecm2

Resistencia & 82° C., kg/em2
Ejemplo LS

Resina del Ejemplo 42
Diéxido de butadieno
Versamid 115
Thiolil LP-8

2,4~toluenocdiaming

- 33 -

1,2
237,96
158,87
186,29

72,58 kg.

Partes
100
20
100
10

16,8

1,0
197,19
164,50

Partes
100
30
100
10

16,8
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Propiedades

Durabilidad en el pote, horas
Resistencia, temp. ambiente, kg/cm2
Resistencia a 82° C., kg/cm2

Ejemplo L6

Resina del Ejemplo 42
Bidéxido de butadieno
Versamid 115
Thiokol LP-8
Asbestina

Propledades

Durabilidad cen el pote, horas
Resistencia, temp. ambiente, kg/cm2
Resistencia a 82° C., kg/cm2

Ejemplo g7

Resina del Ejemploc 42

Eter diglicidilico de resorcinol
Diéxido de butadieno

Vergamid 115

Thiokol LP~8

2,i~toluenodiamina

1,0
237,61
230,23

Partes

100
20
100
10

1,1
241,48
210,54

Partes
30
70
30
8o
20,5

20,5
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Propiedadss
Durabilidad en el pote, horas 2,5
Resistencla, temp. ambiente, kz/cm2 201,40
Resistencia a 82° C., kg/cm2 203,87
5 Los adhesivos de los Ejemplos 42 a 47 acusan exece—

lente resistencia a la traccién y al esfuerzo cortante a
ba jas temperaturas, por ejemplo, de 19,4° C. Los adhesi-
vos acusan ademis excelnte resistencia al ataque de lg
humedad, salpicadura de sal y disoclventes.

10 -
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in resumen: La Patente de Invencidn que se solicita, re-

NOTA

caeré sobre las reivindicaciones que siguen:

1) Un procedimiento de fabricacibén de una composicidn
que puede curarse a la temperatura ambiente, convirtiéndose
en una sustancia infusible e insoluble, caracterizado porque
consiste en una resina de &ter diglicidilico de resorcinol o
en una resina de epoxialcoxifenol-aldehido fusible y una po-
liamina sblida.

2) Un procedimiento de fabricacidn, segiin se expone en la
reivindiecacidn 1, caracterizado porque comprende un poliepdxi-
do alifético, fuera de la resina de epoxialcoxifenol-aldehido
fusible y la poliamina sblida.

3) Un procedimiento de fabricacidn, seglin se expone en la
reivindicacibén 2, en la cual el poliepbxido es el didxido de
butadieno.

4) Un procedimiento de fabricacidn, segiin se expone en
culquiera de las reivindicaciones anteriores, en la cual la pPo
liamina sblida se halla presente en cantidad suficiente para
constituir de 0,8 a 1,4 equivalenteé de hidrégeno aminico por
equivalente de oxigeno oxirdnico contenido en el &ter diglicidi
lico de resorcinol o en la resina de epoxialcoxifenol-aldehido.

5) Un procedimiento de fabricacidn, segln se expone en
cuglquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque comprende el uso de un plastificador.

6) Un procedimiento de fabricacidn, segln se expone en la
reivindicacidn 5, en el cual el plastificador es un polisulfu-
ro de polialcohileno, una poliamida derivada de una alcochileno-
diamina y fcido dilinoleico o un &cido dimerizado.

7) Un procedimiento de fabricacidn, segiin se expone en la
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do y la resina de &ter diglicidilico de resorcinol o resina de

epoxialcoxifenol-aldehido es un sdlido, a la temperatura am-
biente.

8) Un procedimiento de fabricacidn, seglin se expone en
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque comprende el uso de un material de carga o un disolven-
te monoepoxidico.

9) Un procedimiento de fabricacidn, segin se expone en
cualquiera de las reivindi caciones anteriores, caracterizado
porque comprende el uso de un modificador de rewina de fenol-
aldehido.

10) Un procedimiento de fabricacidn, segln se expone en
la reivindiccibn 9, en el cual el 8ter diglicidilico de resor
cinol o la resina de expoxialcoxifenol-aldehido es un liquido
y el modificador es un disolvente a la temperatura ambiente.

11) Un procedimiento de fabricacidn, segiin se expone en
cualauiera de las reivindicaclones anteriores, en el cual la
poliamina sblida es la 2, 4~toluenodiamina o la diciandiamida;

12) Un procedimiento de fabricaBidn, segiin se expone en
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en el cusl la po-
liamina sdlida es una poliamina derivada de un compuesto ali-
fético, de un compuesto aromitico polinuclear condensado o
de compuestos heterociclicos.

13) Un procedimiento de fabricacidn, segfin se expone en
la reivindicacidn 1, en el cual la poliamina alifdtica sblida

es la 1,6-hexanodiamina, la 1,10-decanodiamina o la 1,18-octa-
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decanodiamina.

14) Un procedimiento de fabricacidn, seglin se expone en
la reivindicacidn 1, en la cual la poliamina sblida es 1la
o-~fenilenodiamina, la m-fenilenodiamina o la p-fenilenodiami
na, laNyN'wdi-2-naftil-p-fenilenodiamina, el diaminofenol, el
clorhidrato de diaminofenol, 2,4-diaminoanisol o la 4-metoxi-
6~metil-m-fenilenodiamina.

15) Un procedimiento de fabricacidn, segln la reivindica
c¢idn,len el cual la poliamina sdlida es el 2y h-diaminoazobence
no, la N,Nt-difeniletilenodiamina, 4,4'-diaminodifenilsulfona,
el 2j2'-diamino-4, 4'~dinitrodifenilmetano, p,p'-mdtileno-diani
lina, y el k4,4 =trifenilmetanoc.

16) Un procedimiento de fabricacidn, seglin se expone en
la reivindicacidn l,ten el cual la poliamina sbélida es el 2,3-
diaminonaftaleno, 1,8-diamononaftaleno, 1, 5-diaminonaftaleno,
1, l-diaminoantraquinona y 1,3-diamino-dihidro-antraquinonae.

17) Un procedimiento de fabricacidn, seglin se expone en
la reivindicacidn 1, en el cual la poliamina sbdlida es la
2y6-diaminopiridina, 2,A-diamino=6-hidroxipirimidina y 3,6~
diamino-9-metilcarbazol.

18) ¥n procedimiento de fabricacidn, caracterizado por-
que interviene en el mismo un 8ter diglicidilico de resorcinol
y una poliamina sdlida,

19) Un procedimiento de fabricacidn, caracterizado porque
comprende el uso de una resina ge epoxialcoxifenol-aldehido

fusible, y una poliamina sdlida,

20) Un procedimiento de fabricacibn, caracterizado porque
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interviene en el mismo una resina de epoxialcoxifenol-alde~
hido fusible, un poliepdxido alifftico y una poliamina sdli
da.

21} Un procedimiento de fabricacidn, segln reivindica-
ciones 1 a 20, caracterizado porque interviené en &1 un subs
trato metdlico unido por medio de la composicidn correspon-
diente a cualquiera de dichas reivindicaciones 1 a 20, y por-
que se solidifica en el substrato. B}

22) Un procedimiento de fabricacidn, segin reivindicacio
nes 1 a 20, caracterizado porque interviene en &1, un sustra-
to de madera unido por medio de la composicidn correspondien-
te a cualquiera de dichas reivindicaciones 1 a 20, y que se
solidifica en el substrato. |

23) Un procedimiento de fabricacidn, seglin reivindicacio
nes 1 a 20, caracterizado porque interviene en él1 un substra-
to de vidrio unido por medio de la composicidn correspondien~
te a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20 que se solidi-
fica en el substrato., 4

24} Se reivindica, por {4ltimo, como objeto sobre el que
ha de recaer la Patente de Invencidn que se solicita: "UN PRQ
CEDIMIENTO DE FABRICACION DE UNA COMPOSICION QUE PUEDE CURAR.
SE A (A TEMPERATURA AMSIENTE, CONVIRTIENDOSE EN UNA SJSTANCIA
INFUSIBLE O INSOLUBLE",

Todo conforme queda descrito en la presente memoria, que
consta de treinta y nueve piginas escritas a miquina.

Madrid, 12 de enero de 1959
ALJYNSO UNGRIA

RVVWAS
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